
 

 
2023年1月11日銅箔・粉体事業説明会 スクリプト 

 

（補足） PKG ：  ICパッケージ基板 

HDI （High Density Interconnect） ： 高密度実装基板。ここではマザーボードを指す 

Line/Space ： 回路の線幅および回路の間のスペースのこと。 

単位は㎛（マイクロメートル） 

 

 
 

本日は銅箔・粉体事業説明会に多数ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

三井金属鉱業株式会社、機能材料事業本部の岡部でございます。 

 

本日はこのページのプログラムで、まずは機能材料事業本部について、次に銅箔事業部、そして、粉

体事業といった順序でご説明していきます。 

 



                             
 

                                        

 

 
 

まず、機能材料事業本部です。22中計策定に当たって、2030年のありたい姿を設定しております。 

 

こちらに記載のとおり、経済的価値創出という意味合いで、売上高1,800億円、実力損益400億円、そ

して、社会的価値創出ということで、新規上市品70％以上、販売比率の50％以上を環境貢献製品と

するという、ありたい姿を掲げております。 

 

 

 
 

この2030年のありたい姿を実現するための22中計期間中の施策ですが、機能材料事業本部、やは

り新しい事業、新しい製品、これを作り出すのが最大のテーマです。そういった意味で経済的価値実

現に向けた事業機会の拡大を施策の1つに挙げております。また、社会的価値実現に向けた、環境

貢献製品の創出、そしてカーボンニュートラルへの推進等を掲げており、これら2つの価値実現に向

けた基盤整備として、従業員エンゲージメント向上、デジタル化による差別化、競争優位の創出など

も施策の一つにしております。 



                             
 

                                        

 

 

事業本部傘下の5つの事業の施策は、それぞれ記載のとおりですが、本日は銅箔事業部、機能性粉

体事業部、日本イットリウム社についてのご説明をさせていただきます。 

 

 

 
 

まず、銅箔事業部です。こちらに記載のとおり、製造拠点が3つございます。 

 

埼玉県上尾市、そして、台湾、マレーシア、この3拠点を合わせまして、生産能力が月産で電解銅箔

4,200t、MicroThin™の生産能力、4,400k㎡を有しております。 

 

この製造拠点以外に営業拠点、加工拠点、マーケティング拠点も持っております。営業拠点として香

港、加工拠点として中国蘇州、マーケティング拠点として上海、深圳、アメリカと、このような組織で事

業を運営しております。 

 

本日は主要製品でありますMicroThin™、そして、FaradFlex®について、ご説明していきたいと思

います。 

 



                             
 

                                        

 

 
 

こちら、主要製品であるMicroThin™のラインアップです。 

 

微細回路形成ということで、Line/Spaceごとに製品ラインアップを有しております。また、最下段のGN

ですが、低粗化処理という特徴から、微細回路形成だけではなく、高周波対応の銅箔としても採用を

期待しております。 

 

今後とも、お客様のニーズに応えるべく、これらの製品ラインアップの拡充に努めてまいります。 

 

 

 
 

それではMicroThin™全体の販売量、実績、予測、そして、生産キャパの関係についてご説明いた

します。 

これまでの実績と予測を色分けしております。一番下、グレーの箇所が非スマホ系PKG向け 

MicroThin™、ブルーの箇所がスマホ系PKG向け MicroThin™、そして、緑の箇所がHDI向け 



                             
 

                                        

 

MicroThin™を表しており、この後詳しくご説明申し上げますが、PKG向けMicroThin™、こちらが

販売をけん引しまして、2030年度には5,000k㎡/月を越えるような販売予測としております。 

 

翻りまして、生産能力です。先ほど申し上げたとおり4,400k㎡/月ということで、2030年の5,000k㎡/月

越えの販売には不足部分があります。右下に記載のとおり、スマート工場化による生産性の向上、そ

して、今持っている生産能力をフルに活用すべく、PKG向けMicroThin™のマレーシアへの移管を

進めております。 

 

それでもなお、2030年以降を見据えると生産能力が足りなくなることが見込まれます。今後の課題と

して、さらなる生産能力の増強を検討していきたいと考えております。 

 

 

 
 

このページ以降、2ページを使い、MicroThin™のアプリケーション別の用途と市場動向についてご

説明申し上げます。まず、このページではスマートフォンです。 

 

緑色で囲んでいる基板、これがHDI向けMicroThin™が使われるマザーボードといわれる基板です。

紫色で囲っている所が、PKG向けMicroThin™が使われる部品回りとなります。 

 

右側にスマートフォンの市場予測を載せておりますが、総量は頭打ちになっています。しかしながら、

5G化というものが進展致します。リードに記載のとおり、5G化の進展によって部品点数が増える。す

なわち、PKG向けMicroThin™の用途が広がることで需要拡大につながるということであります。 

 



                             
 

                                        

 

 
 

引き続き、非スマホ分野のアプリケーションです。 

 

サーバーについては、高速大容量通信の需要が増えており、さらに、巣ごもり需要でPCの需要が増

えています。これらの最終製品の需要伸長によりメモリの需要が増え、非スマホ向けのMicroThin™

の販売拡大につながっております。 

 

今後は、既に一部始まっておりますが、資料に記載の産業機器、ドローン、ゲーム機等のアプリケー

ションの広がりもあり、販売拡大につながっていくと、当社は考えています。 

 

 

 
 

ここから2ページ、PKG向けMicroThin™とHDI向けMicroThin™の、それぞれの製品毎の販売実

績、予測について、ご説明申し上げます。こちらがPKG向けMicroThin™です。 

 



                             
 

                                        

 

既にご説明したとおり、5G化およびその他アプリケーションの拡大により、2030年に向けて、販売が

大きく伸びていくという見込みを持っています。これを実現すべく、当社のアクションを右下に三つ挙

げております。新規ビジネス創出に向けて、マーケティングを強化してまいります。商品開発のスピー

ドアップを図ります。後ほど説明いたしますが、開発試験用の処理機をフルに活用し、商品開発のス

ピードアップを行う。そして、DX活用による生産性の向上などを行っております。 

 

 

 
 

HDI向けMicroThin™の販売実績および予測になります。 

 

2017年、北米スマホメーカーの採用により、大きくHDI向けMicroThin™が伸びました。その後、他

スマホメーカーでの採用が進まず、現在に至っております。 

 

今年度、資料に記載のとおり、中華系スマホメーカーの2社にハイエンドモデルで採用が始まりました。

今後はこのハイエンドモデルの採用は拡大すると見ておりますが、点線で示した2030年度のところを

見ていただいても爆発的な販売は、今のところ見込んでおりません。特に中華系、韓国系での汎用モ

デルでの採用をここでは見込んでいないとご理解いただければと思います。 

 

そのような中、当社はMSAPの採用ならびにHDI向けMicroThin™の拡販の仮説については、今の

ところ、変化がないと考えています。従いまして、可能性のあるところで、右下にございますように、中

華系スマホメーカーへのMSAP採用推進は続けてまいります。 

 

また、マーケティングも強化し、市場で何が起きているかをしっかりシェアしたいと思います。MT-FLの

早期採用というのは、当社製品の差別化につながります。競合が付いてくることができない品質のも

のを導入していきたいと考えています。 

 



                             
 

                                        

 

 
 

こちらが、当社が考えるHDI基板の高密度化、そしてMSAPの採用の変遷です。 

 

ターニングポイントはLine/Space＝30/30μmと考えており、実際に、今回採用いただいた中華系ハ

イエンドは、これに近いLine/Spaceということが確認できております。しかしながら、当社が当初考え

ていたような細線化がいまだ進んでいません。 

 

何が起きているかと申し上げますと、細線化に進むよりは多層化、あるいは基板の大きさを大きくする

等でサブトラクティブ工法が今のところ継続しているということです。繰り返しになりますが、MSAP採

用の可能性も残されておりますので、しっかりと働きかけていきたいと考えております。 

 

 

 
 

ここからはFaradFlex®です。 

 



                             
 

                                        

 

ご覧いただくと分かるとおり、FaradFlex®の構成は、誘電体層を銅箔で挟んだような形になっており

ます。特徴は、通信ノイズ低減、基板面積/実装部品点数の削減、あるいはICへの電源供給の改善、

これらを可能にする製品です。 

 

左下に記載のとおり、大きく二つのアプリケーションで採用されています。MEMSマイクロホン向け、

そして、大容量/高速通信向けの多層基板です。当社は供給体制をしっかり整えており、豊富な品ぞ

ろえに加えて長年の実績があるため、お客様の高い信頼を得ている商品です。 

 

 

 
 

ここからは二つのアプリケーションについて、ご説明申し上げます。まず、MEMSマイクロホンです。 

 

スマートフォンに採用になったことにより、MEMSマイクロホン向けのFaradFlex®が増えてまいりまし

た。今後でございますが、このアプリケーションがワイヤレスイヤホン、バーチャルリアリティーヘッドセ

ット、スマートスピーカー、スマートテレビ等に採用の拡大が期待されております。これに伴って、

FaradFlex®の販売も拡大すると考えております。 

 

 



                             
 

                                        

 

 
 

二つ目のアプリケーションです。 

 

情報通信インフラ向けの多層基板、用いられているのは左下に記載のサーバー、ルーター、スーパ

ーコンピューターなどです。一つの例として右側にハイエンドサーバーの市場予測を掲載しています。

緩やかではありますが成長は続きます。これに伴って、FaradFlex®の販売も伸びるものと想定して

います。 

 

 

 
 

次のページですが、FaradFlex®の規模感についてご説明いたします。 

 

こちら、指数表示としておりますが、22年度の販売総額は30億円強を見込んでおります。これが2030

年度には倍近くに伸び、当社の銅箔事業を支える商品の一つに成長してくれるものと考えております。 

 



                             
 

                                        

 

そのためにやらなければならないことを右下に二つ記載しています。現在、マレーシア工場1社で製

造しております。これをBCPも含めて上尾でも製造することにより2拠点化とし、お客様に安心してお

使いいただくことを考えております。 

 

また、マーケティング/技術サポートです。用途拡大もございますので、二つのアプリケーションに限定

せずにさまざまなアプリケーションへの働き掛けをしていきたいと考えております。 

 

 

 
 

銅箔事業の商品開発体制の強化についてご説明申し上げます。 

 

銅箔事業の成長には商品開発、マーケティングという二つ、両輪だと考えております。昨日のニュー

スリリースのとおり、開発試験用処理機の新設を上尾に決めました。この処理機によって、半導体パッ

ケージ基板用銅箔をはじめとして、さまざまな用途の銅箔の開発が加速するもの、加速させなければ

いけないと考えています。 

 

また、マーケティングについては、冒頭、申し上げたように、中国華東地区、華南地区のマーケティン

グ拠点の設置を完了しています。今後、計画しておりますのが台湾でのマーケティング拠点の設置。

これを行って、半導体関連メーカー、あるいはエンドユーザー、こういったところを中心にマーケティン

グ活動を展開し、新しい製品の開発に結び付けていきたいと考えています。 

 



                             
 

                                        

 

 
 

サステナビリティに向けた取り組みです。 

 

現在取り組んでいるアクションについて記載しております。お客様、あるいは社会が求める、このような

要求に応えるべく、施策を打っていきたいと考えております。 

 

例えば、PKG向けMicroThin™のキャリア箔の薄箔化、あるいは再生可能エネルギー由来の電力の

使用比率アップ、そして、MicroThin™ GNの採用促進。これは先ほど申し上げたように低粗度です。

お客様のところでの使用量の削減に寄与するのではないかと考えております。これらの取り組みを今

後とも進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 



                             
 

                                        

 

 
 

ここからは粉体事業についての説明になります。 

 

地図に示したとおり機能性粉体事業部、日本イットリウム、国内に6工場持っております。それぞれの

工場の強みを生かして、製品を生産し、世界に供給しております。 

 

 

 
 

こちらが主要アプリケーションです。非常に広いアプリケーションを持っています。 

 

ブルーで囲っておりますのが機能性粉体事業部で持つアプリケーション、赤で囲っておりますのが、

日本イットリウム社が持つアプリケーション、そして、共通で持っているアプリケーションを緑で囲ってい

ます。 

 

アプリケーションが広いことは、ある意味、ボラティリティの削減やシナジー効果を生み出しますが、何



                             
 

                                        

 

よりもさまざまなお客様からいち早くニーズを頂戴することができ、それを次世代の開発商品に活かせ

るのが当社の強みであると感じております。 

 

 

 
 

機能性粉体事業部について、代表製品の機能と活用保有技術を説明いたします。 

 

一言で申し上げますと、機能性粉体事業部の強みは個々のお客様のニーズにきめ細かく対応するこ

とのできる技術力と、そこでお客様と交わしたスペック通りの製品を高品質かつ安定的に供給できる

力だと思っています。 

 

例えば、一番上のMLCC向け銅粉ですが、個々のMLCCメーカーが希望される銅粉への仕様をしっ

かり作り込み、さらに、お客様の製品の進化に合わせて、当社の銅粉も進化・開発し、お客様に付い

ていくといった対応力、これらの結果、左端に記載しているように、銅粉、研磨材、MH合金、それぞ

れ世界の中でもトップシェア、高いシェアを有する製品につながっていると考えております。 

 

 

 

 

 



                             
 

                                        

 

 
 

機能性粉体の既存製品の一つである銅粉について、少し触れたいと思います。 

 

こちらは銅粉の主要アプリケーションであります、積層セラミックコンデンサについてのお話です。左に

アプリケーションを記載しておりますが、非常に多岐にわたっております。また、右にMLCC、大小取

り混ぜた個数ベースでの成長を見ております。2019年と2022年は一時的に成長が止まっております

が、中長期的に見ると成長することを多くの方が予想されております。 

 

次のページで当社のMLCC向けの銅粉についてお話いたします。 

 

 

 
 

先ほど申し上げた2019年、2022年にお客様のところでの需要成長の足踏みが、川上に位置する素

材メーカーに大きく影響が出るため、かなり大きく販売が落ち込んでおりますが、中期的に成長してお

りますし、今後の成長も期待ができるという中で、2030年のありたい姿を設定しております。 



                             
 

                                        

 

 

これに向けて、右下にございます、23年度以降の【自社】の項目をご覧下さい。まずは前のページで

申し上げたMLCC市場は伸びるため、ここの成長に追従するというのが1つです。それ以上に、これ

までMLCCの小型化に対応してきた私どもの技術力を使って、それぞれのお客様でのISSを拡大し

ていこうと考えております。 

 

また、これまで日本中心だった市場ですが、今後成長が期待できる海外市場、ここでのプレゼンスを

高めることで拡販につなげていき、2030年のありたい姿へ向けて取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 

次のページ以降で開発商品についてご説明申し上げます。 

 

 

 
 

現在、注力している次世代開発品、ここには10個の開発商品を挙げておりますが、現在、事業部が

取り組んでいる次世代開発品の一部とお考えください。 

 

今日はこのうちの3つ、3Dプリンタ用銅粉、レアメタル溶液、NANOBIX™について、ご説明していき

たいと思います。 

 

 



                             
 

                                        

 

 
 

3Dプリンタ用銅粉です。記載のとおり、困難とされた銅の3Dプリントを可能にした銅粉です。 

 

強みは、純銅に近い導電性、純銅の3倍の強度を持ち、また、高い放熱性を有しております。用途に

記載しているとおり、データセンター、宇宙ロケット、電気自動車等、放熱部材での採用に期待をして

おります。 

 

右に移っていただいて、市場についてのお話を申し上げますが、現在のところ、3Dプリンタ用金属粉

の市場を想定しています。しかしながら、この銅粉の市場はこれからです。資料に記載のとおり、2027

年、1.4億ドルの市場予測がございますが、当社では、3Dプリンタ用の銅粉、2025年度で数億円規

模の収益貢献をしてくれるものと見込んでおります。 

 

 

 
 

続きまして、レアメタル溶液です。 



                             
 

                                        

 

 

リードに記載のとおり水に溶けにくいレアメタル等の金属が水系の溶媒に溶けた溶液となっており、特

徴にあるとおり、安全性、取扱い性に優れております。また、反応性が高いということで、いろいろな材

料へ均一かつ薄くコーティングすることを得意としております。 

 

このレアメタル溶液ですが、非常に用途が広くなっており、右上に記載のとおり300社以上の引き合い

をいただいております。左下に三つほど代表的な用途、耐食コーティング、抗菌・抗ウイルス、電池分

野を挙げておりますが、今後とも対応していきたいと考えておりますし、先の話となりますが、2030年

には期待収益で数億円以上が見込まれる案件が複数存在しており、現在、鋭意遂行しております。 

 

 

 
 

開発商品の最後になりますが、シリコンカーバイドウェハ用の研磨材、NANOBIX™です。 

 

昨日のニュースリリースのとおり生産増強をしているところです。こちらの特徴ですが、高い研磨性能、

そして研磨ダメージが低いということを両立させており、研磨後の砥粒除去が容易であるといった、こ

の辺りで差別化をしております。 

 

SiC半導体の市場規模の伸びを右に記載しております。2025年に向けて、大きく成長することが見込

まれております。3Dプリンタ用銅粉同様に、2025年度には数億円規模の収益貢献をしてくれるものと

いうことで、現在、取り進めているところです。 

 

 

 

 

 

 



                             
 

                                        

 

 
 

機能性粉体のマーケティング活動になります。 

 

展示会の写真を記載しておりますが、銅箔同様に、機能性粉体事業にとって成長の大事な部分が商

品開発とマーケティングになります。 

 

当然、提案型のマーケティングということで、お客様に向けて提案をしていくのですが、素材に近いと

いう特徴から、お客様に知っていただいて、お客様とともに使い方を考えていくといったマーケティン

グ手法も非常に大事になってきます。そのため、お客さまの認知度を上げたいという思いから展示会

への出展を頻度高く行っているのが、この事業の特徴でもあります。 

 

今年度も右下にございますように多くの展示会に出展予定をしております。もし、お時間があれば、ぜ

ひお越しください。 

 

 

 



                             
 

                                        

 

 
 

サステナビリティに向けた取り組みです。 

 

こちらに機能性粉体事業部のSDGs方針を掲げておりますが、一つ、赤で線を引っ張っている、LCA

評価導入による環境負荷の見える化に取り組んだ代表例をご紹介したいと思います。右に記載したよ

うな、環境負荷の小さい、リサイクル研磨材というビジネスモデルを構築し、お客様に提案し、既に実

績を上げております。非常に高い評価をお客様からいただいているといったことをご紹介したいと思

います。 

 

 

 
 

最後に日本イットリウムです。まず会社のご紹介をさせていただきたいと思います。 

 

日本イットリウムは1966年にイットリウムの製造、販売を目的として、設立当初は当社とトーキン社、折

半出資の会社として設立されています。50年余りが経った現在ですが、イットリウムだけではなく、全



                             
 

                                        

 

てのレアアース材料を取り扱うレアアースの総合メーカーとして、現在に至っております。 

 

その製品群ですが、酸化物から、さまざまな化合物に至るまで、常時300種類ほどの製品を持ってお

り、半導体製造装置、あるいはMLCC等、電子産業の発展に貢献しています。この会社の規模感は、

2021年度の実績で、販売額で50億円弱の規模の会社です。決して規模が大きい会社ではございま

せんが、最先端のキーマテリアルを開発製造する、開発型の企業であるといえると思います。 

 

 

 
 

この日本イットリウムの強みですが、リードに記載のとおり、組成制御、粉体/顆粒物性制御技術が1つ

です。もう1つ、溶媒抽出による超高純度技術、この2つを強みとしております。 

 

前者の強みを生かした採用例については、半導体製造の際に使われるエッチング装置内の保護膜

材料として採用されております。その高いプラズマ耐性から、装置内のパーティクルの発生を抑制す

るということで、生産性向上に大きく貢献しているところです。 

 

2つ目の超高純度技術ですが、スーパーカミオカンデの硫酸ガドリニウムです。こちら、超新星爆発の

証拠となる、反電子ニュートリノの検出感度を、この硫酸ガドリニウムを使うことで飛躍的に向上させる

ことで貢献しています。 

 

以上、簡単でございますが、銅箔ならびに粉体事業の説明となります。 

 

以 上 


